DE3805841A1: 

The application discusses a fixing method for surface mount devices on a carrier. 
Adhesive is supplied by an ink-jet head as a two component mixture. 
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Verfahren zum Bestucken von Bauelementetragern mit Bauelementen in Oberflachenmontagetechnik 
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Es ist bekannt, beim Bestucken von Bauelementetragern 
in Oberflachenmontagetechnik (SMD-Technik) die Bauele- 
mente vor dem Loten zuerst auf den Bauelementetragern an 
den vorgesehenen Bestuckpositionen mitteis eines dort 
zuvor mit einer Spritzdosiereinrichtung aufgebrachten 
Haftmittels zu f ixieren. 

Zur Vermeidung des Verklebens der Spritzdosiereinrich- 
tung (8) wird das Haftmittel erst unmittelbar an den Bestuck- 
positionen (30) aus dunnflussigen Komponenten zusam- 
mengesetztf .die vorzugsweise aus Oosierkahalen (22, 23) 
eines tintensbhreib\yerkes.(^ 21 j abgegeban warden. 
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: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestucken 
yon Bauelementetragern mit Bauelementen in Oberfla- 
chenmpntagetechnik (SMD-Technik), be! dem an vor- 5 
jgebbaren Bestilckpositionen auf den Bauelementetra- 
'gern aus einer positionierbaren Spritzdosiereinrichtung 
;ein Haftmittel aufgetragen wird unddie Baueiemente an 
iden fur sie vorgesehenen BestOckpositionen unter Haft- 
vermittlung des Haftmitteis auf den Bauelementetra- 10 
;gem fixiert werden. 

; Bei einem derartigen bekannten Verfahren, von dem 
jmehrere Verfahrensvarianten in der Firmendruckschrift 
jValvo:: "Surface Mounted Devices", 1985/86, Ausgabe 
jSept 1985 beschrieben sind, werden Bauelementetriger 15 
jwie Z.B. Leilerplatten oder Keramiksubstrate in der 
iWeise mit eleklronischen Bauelementen bestOckt, daB 
jzunacHst an den vorgesehenen Bestuckpositionen ein 
jHafimittel in Form eines Epoxidharz-Klebers oder ei- 
jner Lotpaste auf dem Bauelementetrlger aufgebracht 20 
jwird und dann die Baueiemente an den Besttickpositio- 
inen plaziert werden; das Haftmittel halt die Bauelemen- 
ite bis zum und w&hrend eines anschlieBend erfolgenden 
jLoivorganges an ihren Bestuckpositionen. Das Aufbrin- 
jgen des Haftmitteis im Bereich der Bestuckpositionen 25 
jkann bei dem bekannten Verfahren beispielsweise in 
iSiebdrucktechnik oder mit Hilfe eines Stiftes erfolgen, 
imit dem das Haftmittel aus einem Vorrat tropfenweise 
jentnommen und an den Bestuckpositionen abgesetzt 
jwird. Alternativ hierzu wird bei dem bekannten Verfah- 30 
iren inv Hinblick auf unterschiedliche GroOen und For- 
imen der Baueiemente eine ver^derbare und ver- 
jgleichsweise genauere Dosierung des Haftmitteis da- 
idurch erzielt,daQ das Haftmittel aus einer an den unter- 
jschiedjichen BestQckpositionen automatisch positio- 35 
jnierbaren Spritzdosiereinrichtung unter Druckluft- 
joder Koibeneinwirkung auf die Bestuckpositionen ab- 
•gegeben wird. Hierbei ist jedoch kaum zu vermeiden. 
jdaB sich die Austrittsoffnung der Spritzdosiereinrich- 
jtung in Folge der Verfesiigung von zuriickbleibenden 40 
i Haf tmittelresten zusetzt Dem Verstopfen der Austritts- 
ioffnung kann zwar durch eine VergroOerung der Aus- 
iiritisoffnung entgegengewirkt werden. jedoch wird da- 
: durch die Dosierungsgenauigkeit verringert 
. GemaB der Erfindung wird bei dem Verfahren der 45 
jeingangs angegebenen Art das Haftmittel jeweils un- 
'miiielbar an. den Bestuckpositionen aus mindestens 
.zwei Komponenten zusammengeselzt, die aus unter- 
schiedlichen Dosierkanalen der Spritzdosiereinrichtung 
j auf die Bestuckpositionen abgegeben werden. $0 
[ Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemaQen Ver- 
fahrens besteht darin, daB das Haftmittel erst unmittel- 
: bar auf den einzelnen Bestilckpositionen aus Kompo- 
jnenteh zusammengesetzt wird. so daB eine BerOhrung 
ider Austrittsoffnungen der Spritzdosiereinrichtung mit 55 
^ dem Haftmittel und damit verbunden ein Verkleben der 
j Austrittsoffnungen mit dem Haftmittel vermieden wird 
jDadurch wird insgesamt die ArbeitsverfOgbarkeit der 
. Spritzdosiereinrichtung erhohl, zumal auch im Unter- . 
i schied zu dem bekannten Verfahren nicht die Gefahr eo 
i besteht, dafl sich die Spritzdosiereinrichtung bei iSnge- 
jren Stillstandszeiten mit dem Haftmittel. zusetzt Wci- 
i terhin lassen sich bei dem erfindungsgem!lBen Verfah- 
I rcn die Abgabemengeii der Komponenten an den ver- 
' schiedenen BestQckpositionen besonders exakt und fein 65 
dosieren, weil die Austritisdffnungen der Spritzdosier- 
einrichtung wegcn der fehlenden Mdgiichkeit des Ver- 
klebens mit dem Haftmittel sehr eng ausgebildet sein 



konnen. Dies wird zusStzIich auch dadurch ermdgiicht, 
daB anstelle des Haftmitteis dessen Komponenten in 
den Dosierkanalen der Spriudosiereinrichtung enthal- 
ten sind; die jeweiligen Viskositatswerte fQr die einzel- 
nen verwendeten Komponenten kdnncn namlich we- 
sentlich niedriger eingesteilt sein als die Vtskositat des 
aus den Komponenten zusammenzusetzenden Haftmit- 
teis, 

Vorzugsweise werden im Rahmen der Erfindung als 
Komponenten niedrigviskose Klebstoffkomponenten 
zur Bildung eines Klebstoffes als Haftmittel verwendeL 
Die verschiedenen zwei, drei oder mehr Klebstoffkom- 
ponenten, die aufgrund ihres Aufbaus aus niedermole- 
kularen Verbihdungen und/oder durch Losungsmittel- 
zugabe sehr dOnnflilssig eingesteilt werden kdnnen und 
daher bezuglich ihrer Abgabemengen besonders fein 
dosierbar sind, vernetzen sich bei ihrem Zusammentref- 
fen an den BestQckpositionen zu einem hochmolekula- 
ren,dickfiOssigen Klebstoff. 

Vorzugsweise werden Komponenten mit elektrisch 
leitendeh Bestandteilen verwendet Diese werden dann 
direkt auf die als elektrische AnschlQsse fQr die Baueie- 
mente vorgesehenen Leiterbahnen abgegeben, so daB 
beim Plazieren der Baueiemente sowohl eine mechani- 
sche als auch elektrische Verbindung erfolgt; im Unter- 
schied zu dem bekannten Verfahren entfailt dabei das 
anschlieBende Ldten der Baueiemente. 
. Insbesondere bei Verwendung von Keramiksubstra- 
ten als BauelementetrSger kann in Verbindung mit ei- 
nem sog. Aufschmelzlatverfahren (Reflow-Lfitverfah- 
ren) zum Ldten der Baueiemente in bekannter Weise 
auf einen Klebstoff als Haftmittel verzichtet werden; 
dann genQgt es, die Baueiemente in eine vorher im Be- 
reich der BestQckpositionen aufgebrachte Lotpaste ein- 
zudrucken. in der die betreffenden Baueiemente bis zu 
ihrem Ldten durch Aufschmelzen der Ldtpaste haften. 
In diesem Fall werden bei dem erfindungsgemaOen Ver- 
fahren in vorteilhafter Weise als Komponenten eine 
Suspension von LotpuWer und niedrigviskose Kompo- 
nenten zur Bildung der Lotpaste als Haftmittel verwen- 
det 

Zum Auf bringen der Komponenten des zu bildenden 
Haftmitteis auf die BestQckpositionen wird entspre- 
chend einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens als Spritzdosiereinrichtung ein 
Tintenschreibwerk mit den Dosierkanalen einzeln zuge- 
ordneten, individuell ansteuerbaren Antriebselementen 
verwendet Auf diese Weise wird von der fQr Tinten- 
schreibwerke charakteristischen Eigenschaft Gebrauch 
gemacht daB mit ihnen unabhangig davon, ob sie im 
Hoch-, Nieder- oder Unterdruckverfahren betrieben 
werden, Trdpfchen mit auBerordentlich hoher Volu- 
menkonstanz und dazu mit sehr hoher Folgegeschwin- 
digkeit ausgestoBen werden kdnnen. Die fQr unter- 
schiedliche GrdBen und Fdrmen von Bauelementen er- 
forderlichen Dosierungsmengen der abzugebenden 
Komponenten des Haftmitteis lassen sich daher in 
steuerungstechnisch besonders einfacher Weise durch 
die Anzahl der auszustoBenden Tropfen bestimmen und 
steuem. AuBerdem erfolgt das Aufbringen des Haftmit- 
teis mit hoher Geschwindigkeit Ein weiterer Vorteil 
besteht darin, daB mit der Vei^^endung eines Tmten- 
schreibwerkes die Zuverlassigkeit eines ausgereiften 
Serienproduktes Qbemommen wird. 

Zur Eriauterung des erfmdungsgemaflen Verfahrens 
wird im folgenden auf die Figuren der Zekihnung Bezug 
genommen. Im einzelnen zeigeh 

Fig. 1 ein AusfUhrungsbeispiel fur eine Vorrichlung 
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zur Durchfuhrung des erfindungsgemaOen Vcrfahrens 
und 

, Fig. 2 eine in dem erfindungsgemaBen Verfahren ver- 
: wendete Spritzdosiereinrichtung und ihre Ansteuerung. 

Fig, 1 zeigt in schematischer Darstellung ein Ausfuh- 5 
rungsbeispiel einer Vorrichtung zur Durchfuhrung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens. Die zu bestuckenden 
Bauelementetrager 1, bei denen es sich um mil Leiter- 
bahnen versehene Leiterplatten oder Keramiksubstrate 
handcln kann, werdcn mittels einer Transporteinrich- 10 
tung 2, die hier in Form eines Forderbandes angedeutei 
ist. in Richtung des Ffeiles 3 zu mehreren, hintereinan- 
der iiegenden Bearbeitungsposilionen 4, 5 und 6 trans- 
portierL Im Bereich der ersten Bearbeitungsposition 4 
ist ein erster Positionierautomat 7 angeordnet, an dem is 
eine Spritzdosiereinrichtung 8 Ober drei jeweils senk- 
recht zueinander verfahrbare Bewegungseinheiten 9, 10 
und tl des Positionierautomaten 7 raumlich posilionier- 
bar gehalten ist Mit Hilfe der Spritzdosiereinrichtung 8, 
deren prinzipieller Aufbau und Funktionsweise unten- 20 
stehend anhand von Fig. 2 noch naher eriautert wird. 
wird auf dem zu bestuckenden Bauelementetrager 1 an 
vorgegebenen Bestuckpositionen, an denen spater Bau- 
eiemente plaziert werden sollen, ein Haftmittel aufge- 
Iragen. 25 

Nach dem Aufbringen des Haflmittels wird der sich 
jeweils im Bereich der Bearbeitungsposition 4 befindli- 
che Bauelementetrager 1 mit Hilfe der Transportein- 
; richtung 2 zu der nachsten Bearbeitungsposition 5 iiber- 
fiihrt. Don ist ein zweiter Positionierautomat 12 ange- 30 
ordnet, an dem eine betatigbare Greifeinrichtung 13 
Qber drei in senkrechten Achsrichtungen zueinander 
verfahrbaren Bewegungseinheiten 14, 15 und 16 raum- 
lich positionierbar gehalten ist Mit Hilfe der Greiferein- 
richtung 13 werden auf Gurten 17 und 18 bevorratete 35 
Bauelemente, die anstelle von Drahtanschlussen Qber 
lotfahige, flachige Anschlufikontaktflachen verfugen 
(sog. Chip-Bauelemente oder surface mounted devices 
; « SMD), von den Gurten 17 und 18 aufgenommen und 
an den ffir sie vorgesehenen Bestiickpositionen auf dem 40 
Bauelementetrager 1 plaziert Dort bleiben sie unter der 
Einwirkung des Haftmittels unverruckbar haften» wah- 
rend der Bauelementetrager 1 in eine Loteinrichtung 19 
transportiert wird, in der die Bauelemente an die Leiter 
bahnen auf dem Bauelementetrager 1 angeldtet werden. 45 

Alternativ zu dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungs- 
beispiel konnen in Abhangigkeit von der Anzahl und der 
Verschiedenartigkeit der Bauelemente mehrere mil 
Greifeinrichtungen versehene Positionierautomaten 
vorgesehen werden; auch ist es moglich, die Spriizdo- 50 
siereinrichtung und die Greifeinrichtung simultan mit 
Hilfe eines einzigen Positionierautomaten zu bewegea 

Im folgenden wird der Aufbau und die Funktionswei- 
se der Spritzdosiereinrichtung 8 anhand von Fig. 2 er- 
iautert Die Spritzdosiereinrichtung 8 besteht aus einem 55 
Tintenschreibwerk mit eihem Tintcndruckkopf 20 und 
einer hier lediglich strichpunktiert angedeuieten Tinten- 
druckkopfhalterung 21. Ein derartiges Tmtenschreib- 
werk ist beispielsweise auis der Siemens-Zeitschrift 51 
(1977), Heft 5. Seiten 215- 22i bekannt Der Tmten- 60 
-druckkopf 20, der hier leilweise im Schnitt dargestellt. 
ist weist mehrere Dosierkanale 22 und. 23 auf. denen 
jeweils ein Antriebselement 24 bzw. 25 in Form eines 
rohrchenfbrmigen Piezoelemenies zugeordnet ist An 
jedem Dosierkanal 22 bzw. 23 ist jeweils eini Flussig- 65 
keitsvorratsbehalter 26 und 27 angeschlossen. Die 
Spritzdosiereinrichtung 8 ist - hier in An eines Block- 
schaltbildes dargestellt - Qber die drei Bewegungsein- 



heiten 9, 10 und 1 1 in drei senkrecht zueinander stehen- 
den Achsrichtungen {xj und z) positionierbar. Hierzu 
werden die Bewegungseinheiten 9, 10 und 11 tiber eine 
Steuereinrichtung 28 in Abhangigkeit von Positionsda- 
len gesteuert, die der Steuereinrichtung 28 Qber einen 
Datenbus 29 zugefCihrt werden und die die einzelnen 
Bestuckpositionen» z.B. 30, auf dem Bauelementetrager 
1 bezeichnen. Gleichzeitig werden die Positionsdaten 
einem Impulsgenerator 31 zugefiihrt, der Steuerimpulse 
in vorgegebener Anzahl zur Ansteuerung der Antriebs- 
eiemente 24 und 25 abgibt Die jeweilige Anzahl der 
abzugebenden Steuerimpulse ist in Abhangigkeit von 
den Positionsdaten der einzelnen BestQckpositionen, 
z. B.30,innerhalbdes Impulsgenerators31 gespeichert 

Die Flussigkeitsvorratsbehaiter 26 und 27 enthalten 
jeweils Komponenten des zu bildenden Haftmittels. 
Entsprechend der Anzahl der Dosierkanale 22, 23 kon- 
nen mindestens zwei, jedoch auch drei bis neun ver- 
schiedene Komponenten Verwendung finden. Diese 
Komponenten werden durch Ansteuerung der An- 
triebselemente 24 und 25 trdpfchenweise auf die Be- 
stOckposition 30 abgegeben. wo sie sich zu dem Haft- 
mittel zusammensetzen. Bei dem in Fig. 2 gezeigten 
Beispiel bestehen die Komponenten in den Flussigkeits- 
vorratsbehaltern 26 und 27 aus niedermolekularen und 
daher dQnnflQssigen Klebstoffkomponenten, die sich bei 
ihrem Zusammentreffen an der Besttickposition 30 zu 
einem hochmolekularen, dickflussigen Klebstoff (Ep- 
oxidharzoder andere Polymere) vernetzen. 

Alternativ hierzu konnen als Komponenten des zu 
bildenden Haftmittels eine Suspension von Lotpulver 
und weitere niedrigviskose Komponenten zur Bildung 
einer L5tpaste in den FlQssigkeitsvorratsbehaltern 26 
und 27 enthalten sein; in diesem Fall werden die Kom- 
ponenten direkt auf die Leiterbahnen 32 und 33 abgege- 
ben, auf denen das Bauelement mit seinen Idtfahigen 
und fiachigen AnschluBkontaktflachen aufgesetzt wird. 
Das L5ten des Bauelementes erfolgt dann in eiiiem Auf- 
schmelzldtverfahren. 

SchlieBlich kann auch mit elektrisch leitende Bestand- 
teile enthaltenden Klebstoffkomponenten gearbeitet 
werden, die ebenfalls direkt auf die Leiterbahnen 32 und 
33 abgegeben werden. Auf diese Weise werdendie Bau- 
elemente nach ihrem Aufsetzen auf die Leiterbahnen 32 
und 33 mit diesen sowohl mechanisch als auch elektrisch 
leitend verbunden, so daB auf ejn nachfolgendes Loten 
und eine dazu erforderliche Ldteinrichtung verzichtet 
werden kann. 

Patentanspriiche 

.1. Verfahren zum Bestucken von Bauelementetra- 
gern (1) mit Bauelementen in Oberflachenmontage- 
technik (SMD-Technik), bei dem an vorgebbaren 
Bestuckpositionen (30) auf den Bauelementetra- 
gern (1) aus einer positionierbaren Spritzdosierein- 
richtung (8) ein Haftmittel aufgetragen wird und 
die Bauelemente an den fur sie vorgesehenen Be- 
stiickpositionen unter Haftvermittlung des Haft- 
mittels auf den Bauelementetragern (1) fixiert wer- 
den. dadurch gekennzeichnet, daB das Haftmittel 
; jeweils unmittelbar an den Bestuckpositibnen (30) 
aus mindestens zwei Komponenten zusaminenge- 
setzt wird, die aus unterschiedlichen Dosierkanalen 
(22 und 23) der Spritzdosiereinrichtung (8) auf die 
Bestuckpositionen (30) abgegeben werden. 
2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Komponenten niedrigviskose 
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Klebstoffkomponenten unter Bildung eines Kleb- 
stoffes als Haftmittel verwendet werden. 
3; Verfahren nach Anspnich 1 oder 2, dadurch ge« 
kennzeichnet, daO Komponenten mit elektrisch lei- 
tenden Bestandteilen verwendet werden. 5 
4; Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zjeichnet daD als Komponenten eine Suspension 
von Lotpulver und niedrigviskose Komponenten 
zAir Bildung einer Ldtpaste als Haftmittel verwen- 
det werden. 10 
5. Verfahren nach einem der vorangchenden An- 
s'prOche. dadurch gekennzeichnet, dafi als Spritzdo- 
siereinrichtung (8) ein Tintenschreibwerk (20, 21) 
mit den Dosierkan^len (22 und 23) einzeln zugeord- 
neten, individuell ansteuerbaren Amriebselemen- ts 
ten (24 und 25) verwendet wird. 
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